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ELECTROLESS NICKEL ELECTROLESS PALLADIUM AND IMMERSION GOLD PLATING

Chemisch Nickel-, chemisch Palladium- und teilautokatalytische Goldabscheidung

Der ENEPIG-Prozess von Umicore bietet der Leiterplattenindustrie ein universelles Finish mit ex-
zellenter Drahtbondbarkeit und hochster Zuverlassigkeit der Lotverbindung (SJR) mit der blei-
freien Legierung SAC 305. Das Palladium verlangsamt die Diffusion von Zinn in das Nickel, was zu
einer minimalen Verdickung der intermetallischen Verbindung Nickel-Zinn fuhrt, auch nach einer
thermischen Belastung von 1000 Stunden bei 150°C.

Der Einsatz des einzigartigen teilautokatalytischen Goldelektrolyten Gobright® TWX-40 ermoglicht
es, je nach Kundenanforderung auch noch dickere Goldiberziige mit sehr gleichmafiger Dicken-
verteilung abzuscheiden. Die Kombination von stromlosen Prozessen (Nickel und Palladium) und
der abschlieRenden Vergoldung mit diesem speziellen Elektrolyttyp gewshrleistet eine korro-
sionsfreie Endoberflache fir High-End-Anwendungen und unterschiedliche Bestickungsprozesse
auf derselben Oberflache.

Daruber hinaus sind ENEPIG-Schichten im Vergleich zu elektrolytisch oder stromlos bondbarem
Gold wie ENAG (= chemisch Nickel + autokatalytisches Gold) kostengunstiger und erfullen zusatz-
lich die neuesten RoHS- und WEEE-Vorschriften.

ENEPIG als Endoberflache
Au 0,03~0,3 pm
W Pd 01~03pm
W Ni 40~70 pm
|
W LP-Basismaterial
ENEPIG-Beschichtung
auf Leiterplatten

Vorteile Anwendungen
- Universelles Finish fur Lot- und Drahtbondapplika- - 1C-Package Substrate
tionen

- Multifunktionales Bestiicken

- Hochrobuste Lotstellen mit SAC-Lotzinn - Leiterplatte for rave
- Hervorragende Kontaktflache Umgebungsbedingungen
- Stromloses Verfahren

- GUnstiger als elektrolytisches Gold-Finish

- Dichte und homogene Goldschutzschicht von 0,03 bis
zu 0,3 pm
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TECHNISCHE DATEN CHEMISCH NICKEL-BESCHICHTUNG

Elektrolytcharakteristik Nimuden® NPR-8-2 Schichtcharakteristik

Elektrolyttyp Autokatalytisches Verfahren Uberzug Nickel-Phosphor
pH-Wert und Temperatur 4,6 bei 84 °C Empfohlene Schichtdicke 4,0-70 pm
Abscheiderate 12pm/h

TECHNISCHE DATEN CHEMISCH PALLADIUM BESCHICHTUNG

Elektrolytcharakteristik XTP (MW) Schichtcharakteristik

Elektrolyttyp Autokatalytisches Verfahren Uberzug Palladium-Phosphor
Metallgehalt 0,6 (0,45 -0,75) g/I Pd Empfohlene Schichtdicke 0,1-0,3 pm
pH-Wert 7.2 (70-7,5)
Temperatur 50 °C
Abscheiderate 0,1 pm /10 min

TECHNISCHE DATEN TEILAUTOKATALYTISCHE VERGOLDUNG

Elektrolytcharakteristik Gobright® TWX-40 Schichtcharakteristik

Elektrolyttyp Teilautokatalytisch Uberzug Feingold
Metallgehalt 1,2 (1,0-1,4) g/l Au Reinheit 99,9 Gew.-%
pH-Wert 71 (6,9 -74) Empfohlene Schichtdicke 0,03-0,1pm
Temperatur 78 (76 - 84) °C

Abscheiderate 0,12 pm/15 min bei 78 °C
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REM-Aufnahme einer ENEPIG-Lotstelle im Querschliff
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Testergebnisse fur Aluminiumdraht-Bonden, AlSi1 25 pm

B Orahtbruch

8 Bruch bei Wedge 1
B Bruch bei Wedge 2
[ Abheber 1. Bond
[l Abheber 2. Bond

Mittlere Zugkrafte: ~7,0 g
Standardabweichung
max. 15 %

Kein Lift-off

Testergebnisse fir Golddraht-Bonden, Heraeus HD2 25 pm

BGA-Lotkugel-Scherergebnisse 100

B Orahtbruch

(Kugelgrole 0,76 mm, SAC-Lotzinn, 4,8 pm NiP, 0,15 pm Pd, 80 )
= I Bruch bei Wedge 1
0,06 pm Au) £ 60 )
< 10 [l Bruch bei Wedge 2
S 2 [ Abheber 1. Bond
100
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= B Lotbruch wie beschichtet  gealtert gealtert  Mittlere Zugkrafte:
2 60 4h/155°C 8h/155°C  ~55¢
é 40 IMC (<25% Bereich) Standardabweichung
< max. 15 %
22 W M (tota) Kein Lift-off
0
wie beschichtet nach nach
4h/155°C 2x Dummy-
Reflow

Sie haben tiefergehende Fragen oder winschen eine unverbindliche Angebotskalkulation?
Unser Fachmann hilft Ihnen, naturlich auch bei technischen Fragen, gerne weiter.

Walter Straub

Leiter Vertrieb Furopa

E-Mail:
Telefon:

walter.straub@eu.umicore.com
+49 (0) 7171 607 - 229

Wir halten die hier gemachten, au
Angaben zum Zeitpunkt der Veroffentlichung fur korrekt, konnen jedoch - sofern nicht schriftlich vereinbart - diesbeziiglich keine Gewahr-

f unseren Erfahrungen im Bereich Forschung und Anwendungstechnik beruhenden Informationen und

leistung, Garantie oder Haftung tbernehmen; dies gilt unter anderem auch im Hinblick auf zu erzielende Ergebnisse.
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